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FrontFront--end Productend Product：Wafer、Epi-Wafer，For 
example  GaAs 、GaAsP、AlGaAs 、AlGaInP
MidMid--end Productend Product： Laser Scribing、Wafer 
Testing and Pick & Place Die-sorting
BackBack--end Product end Product ：Lamp、Display、SMD、
IR transmission module、Optical Communication 
product 、Substrate Saw

Wafer Testing

FT Testing

Die Sorting

Substrate Saw LED Module 

Metal Process

YoungTek Electronics Corporationは、LEDチップのテスト、レーザースクライビング、
ソーティング、及びソーイングの受託サービスを提供します。
主なテスト項目: IR (Reverse Current)、Vf (Forward Voltage)、PO (Optical Power)
DW (Dominant Wavelength)、ESD、Visual Inspection, etc…


